
 1 
 

國立高雄師範大學職業衛生風險評估表 

系所：電子工程學系 
實驗室名稱：505半導體實驗室 

填報日期：2014/01/06 

實驗室作業流程概要內容： 

(含實驗方法、程序、儀器設備機具、材料等) 

先確定探針放置的防潮箱濕度正不正確，將探針裝置在量測載台上，開啟顯微鏡光圈電源，確認探針針頭有無損壞，再將載台旋鈕歸零，歸零 

 

後將探針點在晶片的 drain,source,gate，下好探針後，關閉黑箱，關閉勿太大力以免針頭損壞，開啟 4155電源，放入磁碟片讀取資料檔， 

 

設定數據完開始量測，量測完，關閉 4155，將探針歸零後取出晶片，把探針從載台中取出，放回防潮箱中，確認防潮箱濕度  
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危害鑑別與風險評估表 

附表 
(附表一) 

(附表二) (附表三) 
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填表人員：                                   實驗場所負責人：                            系所主管： 

 


